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Des membres de l’équipe de SOCPRA feront la promotion des technologies du génie lors du 

« TechConnect Summit 2010 » 

Des membres  de  l’équipe  de  SOCPRA  feront  la  promotion  des  technologies  de  la  Faculté  de 

génie lors du « TechConnect Summit 2010 » à Anaheim du 21 au 24 juin. En effet, en septembre 

2009  SOCPRA  a  soumis  6  technologies  pour  révision  par  le  comité  de  sélection  du 

« TechConnect Summit ». Suite à un processus de sélection devant jury, 2 technologies ont été 

sélectionnées pour des présentations de 10 minutes. Les présentations ont lieu devant un public 

d’industriels  étant  généralement  à  la  recherche  de  nouvelles  technologies  à  développer  et  à 

exploiter  commercialement.  Les deux  technologies  sélectionnées pour des présentations  sont 

les  « seringues  sans  aiguilles »  du  Pr. Martin  Brouillette  et  la  « réduction  du  bruit  tonal  des 

ventilateurs » du Pr. Alain Berry.  

Enfin,  SOCPRA  s’est  associée  à  MSBi  Valorisation  et  Univalor  pour  réserver  deux  kiosques 

permettant de présenter des prototypes lors de l’exposition technologique tenue parallèlement 

aux conférences. Les deux kiosques positionnés côte à côte offrent une visibilité maximale aux 

prototypes ainsi qu’à toutes les technologies du portfolio puisqu’un membre de l’équipe sera en 

permanence  au  kiosque pour  les présenter et  répondre aux questions des  visiteurs.  Les  trois 

partenaires  se  sont  regroupés  sous  la  bannière  « Quebec’s  University  Technology »  pour 

maximiser l’impact d’attraction dans le programme de l’exposition. La visibilité de SOCPRA sera 

assurée par des bannières dans le kiosque ainsi que les prototypes. 

C’est  la  deuxième  année  consécutive  que  SOCPRA  assure  une  présence  au  « TechConnect 

Summit ». Cependant,  c’est  la première  fois que  la  société organise une aussi grande  tribune 

pour mettre en valeur les technologies. Le « TechConnect Summit » accueille en moyenne 4 000 

participants  représentant  plus  de  70  pays.  C’est  un  des  plus  gros  rassemblements 

technologiques  multi  secteurs  aux  États‐Unis.  Le  but  de  ce  congrès  est  de  rassembler  les 

décideurs industriels et les personnes détenant des technologies de niveau commercial élevé.  
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